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IBM, �� (On-Chip) �� �� ��� ��� AI ���� ��

- ��� �� ��� � �� �� �� �� ��, �� �� �� �� � �� ��

- ��� �� �� ���� ��

��, 2021� 8� 24� – IBM� �� ��� ��� ���� � �(Hot Chips) �� ���� �� ����� � �� �� ��� ���� �� ��� ����� ���
� � ��� ��� ��� ��� IBM ��(Telum) ����� �� ��� ����. 7nm EUV �� ���� ��� �� ����� �� �� �� AI �� ��� ���
� ��� �� �� ��� ��� IBM� � �� ������, ��� �� �� ���� ��� ����� ��. 3 �� �� �� ��� �� ��� ���� �� ���� �� �
�� ��, ��, �� ��, �� ������ � �� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� � � ��� �����. �� ��� ���� 2022� ���� ��� �
���.

�� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� 90%� ���� �� �� AI ����� ���� ��� � �� �� ����� ���� [1]. IBM ��� ���� �
� ��� ������� ����� ��� � ��� ����, ��� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ������ AI �� ��� ���� � ��� �
�. ��� ���� ��� ��� �� � �� ��� ��� AI ���� ���� �� ��, �� ���� ��� � ������ ��� �� ��� ���� �� ��� ��� �� �
�� ��� ����� ��� � ��. ��, ��� ����� AI ��� ���� ���� � ���, ��� ��� �� ��� IBM ���� �� AI ��� ���� ��� ��
� � ��.

��, ��, �� ��, �� ��� �� ��
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��� ��� �� ��� ��� � �� ���� �� �� ��� ���� �� �����. � ����� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �
�. �� �� �� � ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ���. �� �� ��� ��� �� ��� ����� ����� �
� ��� ���, �� ����� ��� ����� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� � ���� �� ����. 

�� �� �� ���� 2020� ��� ��� ���� ����(Consumer Sentinel Network Databook)� ���, ����� 2020��� ����� 33
� �� ��� ��� ���� ��2019� 18���� �� ��� ���.[2]. ��� �� ���� ��� '��'�� ��� ���� ���'��'�� ��� ��� ��� ���
�� �� � ��. �� �� �� ��� ���� � ���� �� ����, ��� �� (SLA, Service Level Agreement)� �� �� ��� ���� �� ��� �
�� � �� ��� ����� ���� ����.  

��� �� ���� �� ��� ��� ����� ���, AI� ��� ����� ��� AI ����� �� ��� ��� � ��� ����, ����, �� ��, �� �� � �
�, �� �� ��, �� ��� �� �� ��� ����� �����. ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� � ���, �� ��� ����, �
� �� ����� �����, �� ��� � ���� ����, ��� ��� ������, �� ��� �� ����� ��� �� ���� ��� � ��.  

��� IBM� � ��� �� � �� �� ��

��� ���, ���, ���, �� �� � �� ����� ����� ��� �� �� “���� � ������ �� �� � ��”� ��� ���� �� � �������� IBM
� �� ��� ��� ��.

�� ��, � �� ��� ��� �� �����(deep super-scalar out-of-order instruction pipeline)� ��� �� 8� ����� ����, � ���
�� 5GHz ��� �� ��� �����, �� ��� ������� ����� �� ��� ����� ��. ����� ���� �� � ������ ��� (Chip-
interconnection infrastructure)� ��� 32MB ��� ���� 32�� �� ��� ��� � ��. �� � �� (DCM, Dual-Chip Module) ��
� 17�� ��� (Metal Layer) �� 220� �� ������ 19��� ���� ���� ��.  ��� ��� www.ibm.com/it-
infrastructure/z/capabilities/real-time-analytics �� ����. 

###

*IBM� �� �� � ��� �� ��� �� �� ����� ��� � ��� ��� ���� ����.
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